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(54) Verfahren zum Vertiindern von Blasen Oder Biaschen belm Verbinden von Substratteilen 
optischer DatentrSger durch einen Kleber 



(57) Es wird ein Verfahren zum Verhindern von Bla- 
sen Oder Biaschen beim Verbinden von Substratteilen 
(1a, 1b) optischer DatentrSger durch einen Kleber (9) 
zur Verfugung gestellt. Dabei wird mindestens eines 
aus der Gruppe Substratteile (la. lb) und Kleber (9) mit 
elektrischen Ladungen versehen. Die Vorteile der Erfin- 



dung liegen in der Vermeidung von Blasen oder Bias- 
chen zwischen den Substratteilen (1a, 1b) und der 
Gewdhrleistung einer volistdndigen und fehlerfreien 
Wiedergabe der in den Pits der Datentrager gespei- 
cherten Informationen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ver- 
binden von Substratteilen, insbesondere der zwei Half- 
ten einer DVD (Digital Versatile Disc) durch einen 5 
Kleber. 

[0002] Bei DVDs werden Informationen, die in Form 
von sehr kleinen Erhebungen und Vertiefungen (Pits) in 
der Oberflache einer DVD-H&lfte gespeichert sind, 
durch die andere DVD-Haifte sowie eine Kleberschicht 10 
zwischen den beiden Halften hindurch ausgelesen. Auf- 
grund der Kleinheit der Pits konnen geringfugige StO- 
rungen in der Klebstoffschicht in Form von Biaschen die 
Wiedergabe der Informationen in den Pits beeintrachti- 
gen. Bereits bei Auftreten eines einzigen Biaschens in 15 
der Kleberschicht ist eine DVD als fehlerhaft einzustu- 
fen. Die Biaschen k6nnen auftreten, auch wenn eine 
gleichmaBige Benetzung des Substratteils (DVD-Haifte) 
durch den Kleber erfolgte. Die Ursache der Biaschen ist 
noch nicht vdllig gekiart. Die Biaschen k6nnen Gasein- 20 
schlusse aus der Umgebungsatmosphare sein, die 
beim Andrucken beider Substratteile entstehen. Es 
besteht auch die M6glichkeit, daB sie sich im Kleber von 
selbst ausbilden. Eine Ursache dafur kannte ein Ausga- 
sen von Losungsmittel des Klebers sein. Bevorzugt wird 25 
Kleber bestimmter Viskositat in Form einer dicken 
umlaufenden Bahn im inneren Bereich eines Substrat- 
teils aufgebracht, beim Verbinden mit dem anderen 
Substratteil breitgedruckt und uberschussiger Kleber 
vorzugsweise durch ein schnelles Rotieren des Sub- 30 
stratteils bzw. der DVD entfernt. Andere Verfahren zum 
Auftragen des Klebers sind z.B. das gleichmaBige Auf- 
spruhen auf ein rotierendes Substratteil Oder das Ein- 
spritzen in voneinander weg gewolbte Substratteile. Bei 
alien bekannten Verfahren kfinnen die erwahnten, fur 35 
die Wiedergabe der Daten schadlichen Biaschen auf- 
treten. 

[0003] Demgegenuber liegt der Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde, ein Verfahren zur VerfQgung zu stellen, 
das die erwahnten Nachteile beseitigt und Biaschen 40 
zwischen den Substratteilen nach ihrem Verbinden 
durch einen Kleber zuveriassig verhindert 
[0004] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der 
Patentanspruche gelOst. 

[0005] Oberraschenderweise wurde gefunden, daB 45 
das Auftreten von Biaschen zwischen zwei Substrattei- 
len nach ihrem Verbinden mit einem Kleber verhindert 
werden kartn durch Aufbringen von Ladungen auf min- 
destens ein Substratteil und/oder den Kleber vor oder 
nach dem Auftrag auf ein Substratteil. so 
[0006] Bei der Lfisung geht die Erfindung daher von 
dem Grundgedanken aus, auf mindestens eines aus 
der Gruppe Substratteile und Kleber elektrische Ladun- 
gen aufzubringea Das kann vor und/oder nach dem 
Auftragen eines Klebers und vor und/oder nach dem 55 
Zusammenfugen der beiden Substratteile geschehen. 
Es kdnnen auch mehr als zwei Substratteile (Halften) zu 
einem Verbund optischer DatentrSger zusammenge- 



Webt werden. Dann wird das erfindungsgemaBe Verfah- 
ren jeweils bei aufeinanderfolgenden Verklebungen von 
Substratteilen angewandt. 

[0007] Die Vorteile des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens liegen in der Gewahrleistung einer volistandigen 
und fehlerfreien Wiedergabe der in den Pits der DVD 
gespeicherten Informationen. 

[0008] Aus der DE-A1 -37 21 703 ist es zwar an sich 
bekannt. Werkstucke, z.B. Kraftfahrzeugkarossen mit 
elektrisch isolierender Oberflache, vor dem Lackieren 
gleichmaBig elektrostatisch aufzuladen. Auf diese 
Weise wird ein gleichmaBiger Lackschichtauftrag auf 
die Oberflache erreicht. Die bei der Herstellung opti- 
scher Speichermedien, wie DVD, auftretenden Pro- 
bleme, ndmlich die Ausbildung von Biaschen, die die 
Aufzeichnung bzw. die Datenwiedergabe beeintrachti- 
gen, stellen sich jedoch bei diesem Stand der Technik 
nicht. 

[0009] Im folgenden wird die Erfindung anhand der 
Zeichnung naher eriautert Es zeigen: 

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung, bei der 
das erfindungsgemaBe Verfahren zur 
Anwendung kommt, 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemaB 
Fig. 1, und 

Fig. 3 das erfindungsgemaBe Verfahren in Verbin- 
dung mit dem Verkleben zweier Substrat- 
teile. 

[0010] Das erfindungsgemaBe Verfahren sieht vor, 
auf mindestens ein Substratteil elektrische Ladungen 
aufzubringen. Das kann durch Formieren von Ladun- 
gen durch ein elektrisches Feld oder durch BesprOhen 
des Substratteils mit Elektronen (z.B. Koronaentladung) 
erfolgen. Es besteht jedoch auch die Mdglichkeit, eine 
Ladungstrennung auf dem Substratteil durch Reiben zu 
erreichen und somit Reibungselektrizitat zu erzeugen. 
In Abhangigkeit von dem Substratmaterial, dem Kleber- 
material, der Temperatur und/oder der Luftfeuchtigkeit 
kann die Oberflache des Substratteils auf eine vorbe- 
stimmte Ladungsverteilung und eine vorbestimmte 
Polaritat aufgeladen werden. Substratteile mit nicht leit- 
fahiger Oberflache werden bevorzugt positiv aufgela- 
den. Metallisierte Substratteile - also leitfahige 
Substratteile - kflnnen sowohl positiv als auch negativ 
aufgeladen werden. Bevorzugt wird auf eine homogene 
Ladungsverteilung aufgeladen. Die Ladungsverteilung 
kann aber auch inhomogen, z.B. radial auf dem Sub- 
stratteil zunehmend oder abnehmend sein. Wichtig fur 
ein Funktionieren des Verfahrens ist vor alien der 
Ladungszustand in dem Bereich des Substrats, '.0 der 
erste Kontakt mit dem Kleber beim Zusammenfugen 
auftritt. Eine beabsichtigte Wirkung des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens ist es. eine elektrostatische Absto- 
Bung des Klebers zu verhindern. Es wurde beobachtet, 
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daB ohne das erfindungsgemaBe Verfahren eine auf ein 
Substratteil aufgetragene Kleberbahn beim Zusammen- 
fugen von dem sich nahernden anderen Substratteil, 
moglicherweise durch elektrostatische AbstoBung, in 
seiner Form verandert wurde. d.h. die konvexe Form 
der wulstfdrmigen Kleberbahn erhielt eine konkave Ein- 
sattelung. Beim Zusammenfugen der Substratteile ent- 
standen so Hohlraume, die zur schadlichen 
Blasenbildung im Kleber fuhrten. 
{0011] GemaB einer vorteilhaften Weiterentwick- 
lung des Verfahrens werden die Ladungen im Ferti- 
gungsprozeB so aufgebracht, daB sie einerseits eine 
ausreichende Wirkung erzielen und andererseits sich 
das Aufbringen der Ladungen mOglichst einfach in den 
ProzeB einbinden laBt. So ist es z.B. auch moglich, 
beide Substrathaiften aufzuladen. Es kann auch der 
Kleber an seiner Austrittsduse geerdet Oder positiv oder 
negativ aufgeladen werden. Auf diese Weise kann der 
Kleber ladungsneutral Oder aufgeladen auf mindestens 
ein Substratteil aufgetragen werden. 
[001 2] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung fur die Anwen- 
dung des erfindungsgemSBen Verfahrens in der DVD- 
Fertigung. Auf einem Drehteller 3 mit einem Antrieb 6 
befinden sich zwei DVD-HSIften 1, die elektrisch isoliert 
im Zentrum 4 des Drehtellers 3 und durch Hafterungen 
5 am Rande der Scheiben auf dem Drehteller befestigt 
sind. Es kann jedoch auch nur eine DVD-Hdlfte Oder, es 
kdnnen auch noch mehr als zwei DVD-H&lften auf dem 
Drehteller 3 angeordnet sein. Oberhalb der DVD-H&lf- 
ten 1 ist in einem bestimrrrten Abstand d von z.B. 10 bis 
50 mm, vorzugsweise 30 mm, ein Ladekamm 2 ange- 
ordnet. Zwischen dem Ladekamm 2 und den DVD-Haif- 
ten 1 wird ein elektrisches Feld angelegt bzw. werden 
Ladungen transportiert. Dadurch werden die DVD-Haif- 
ten elektrostatisch aufgeladen Oder, wenn bereits 
Ladungen auf den Hdlften vorhanden sind, diese neu- 
tralisiert. Eine Rotation des Drehtellers 3 bewirkt eine 
gleichmdBige Verteilung der Ladungen. 
[0013] In der Draufsicht gemaB Fig. 2 ist zu erken- 
nen, daB die auf dem Drehteller 3 gehafterten DVD- 
Haiften 1. die in einem Transportsystem uber einen 
Greifer 7 zu- und abgefQhrt werden kflnnen, unter dem 
Ladekamm 2 rotieren. Es besteht jedoch die prinziptelle 
Mdglichkeit daB der Ladekamm 2 uber die Substrate 
bewegt wird und die Substrate feststehen. Bevorzugt 
wird eine der DVD-Hatften elektrostatisch aufgeladen 
und auf die andere bereits mit einem Kleber benetzte 
DVD-H&lfte zum VerWeben abgesenkt Es kdnnen 
jedoch auch auf beide DVD-Haiften vor dem Benetzen 
mit einem Kleber Ladungen aufgebracht werden. 
[0014] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung 
einer Fertigungsstrecke, die das erfindungsgemaBe 
Verfahren in Verbindung mit dem VerWeben von zwei 
Substratteilen zeigt Von links nach rechts werden Sub- 
stratteile 1a zugefQhrt und mittels einer Aufladungsein- 
richtung 2 aul der Oberseite mit Ladungen versehen. 
Dabel kann die Oberseite elektrisch aufgeladen, aber 
auch neutralisiert werden, wenn bereits elektrische 



Ladungen auf der Oberfiache des Substratteils vorhan- 
den waren. Mittels eines Schwenkarmes 8, der eine 
Greifeinrichtung 8a aufweist, wird das Substratteil 1a an 
der Unterseite gefaBt und urn eine Achse A gedreht, so 

5 daB die Oberseite nach unten zeigt. Danach wird das 
Substratteil la auf ein von rechts herangefuhrtes und 
mit einem Kleber 9 bedecktes Substratteil 1b aufge- 
setzt. Beim Aufsetzen des Substratteils la auf das Sub- 
stratteil 1b wird die wulstformige Kleberbahn 9 
to breitgedruckt und es erfolgt eine Verbindung durch den 
Kleber. Fig. 3 zeigt eine Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemaBen Verfahrens, wobei nur das Sub- 
stratteil la aufgeladen wird, das auf das mit dem Kleber 
bedeckte Substratteil 1b aufgesetzt wird. Es besteht 

75 jedoch auch die Mflglichkeit, nur das mit dem Kleber 
bedeckte Substratteil 1b oder beide Substratteile 1a 
und 1b mit Ladungen zu versehen. Das kann vor oder 
nach dem Auftragen des Kiebers erfolgen. Alternativ 
kann das Substratteil 1b nach dem Auftragen des Kle- 

20 bers 9 auf der Ruckseite aufgeladen werden. Bei dem 
Aufladen des mit dem Kleber bedeckten Substratteils 
kdnnen Ladungen, die im Kleber selbst enthalten sind 
oder beim Auftragen entstehen, neutralisiert werden. 
[0015] Die Dicke von Substratteilen in der DVD- 

25 Hersteliung (0,6 mm) ist im Vergleich zur Retchweite 
elektrostatischer Krafte klein. Daher kann man zum Auf- 
bringen von Ladungen auch die Ruckseite des Sub- 
stratteils, d.h. die Oberfiache. die spater nicht mit dem 
Kleber in Kontakt tritt, verwenden. 

30 [0016] Weiterhin besteht die Mdglichkeit. daB nur 
der Kleber mit elektrischen Ladungen versehen oder 
geerdet wird, oder daB zusdtzlich Ladungen auf minde- 
stens ein Substratteil aufgebracht werden. 
[0017] Das Aufbringen von Ladungen auf das Sub- 

35 stratteil bzw. die Substratteile kann, wie vorstehend 
eriautert, bei der Drehung der Substratteile. reiativ zur 
Ladeelektrode (Ladekamm), bei jeder Art von Reiativ- 
bewegung, z.B. Linearbewegung oder bogenfdrmiger 
Bewegung, aber auch bei statischer Positionierung der 

40 Substratteile gegenuber der Ladeelektrode erfolgen, 
wobei nur sichergesteltt werden muB, daB die gesamte 
gewQnschte Fl&che des Substratteils die gewOnschte 
Ladung erhdlt. Gegebenenfalls muss en die Position 
und die GrOBe der Ladeelektrode auf die Gr6Be des 

45 Substrate abgestimmt werden. 

[0018] Der Vorteil des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens besteht darin, daB Blasen oder Bl&schen, d.h. 
Luft/Gaseinschlusse oder Hohlraume im Kleber zuver- 
ISssig verhindert werden kdnnen. 

so [0019] Das erfindungsgemdBe Verfahren kann 
auBer bei der DVD-Fertigung auch bei anderen Prozes- 
sen zum Einsatz kommen. wo Kunststoffsubstrate, d.h. 
Substrate, die sich leicht elektrostatisch aufladen, bla- 
senfrei beschichtet werden sollen. So ist der Einsatz 

55 des erfindungsgemaBen Verfahrens beim Lackieren 
eines Substrate mOglich. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Verhinderung von Blasen Oder Blas- 
chen beim Verbinden von Substratteilen (1; 1a,1b) 
optischer Datentrager, wie DVDs, durch einen Kle- 
ber (9), wobei auf das eine und/oder das andere 
Substratteil (1; 1a, 1b) und/oder den Kleber (9) elek- 
trische Ladungen aufgebracht werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei auf der Oberf la- 
che mindestens eines Substratteils (1; la.lb) vor 
Oder nach dem Benetzen mit dem Kleber (9) elek- 
trische Ladungen aufgebracht werden, die in bezug 
auf Ladungen des Klebers (9) eine entgegenge- 
setzte Polaritat aufweisen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei auf die Oberf la- 
che mindestens eines Substratteils (1; 1a,lb) vor 
oder nach dem Benetzen mit dem Kleber (9) elek- 
trische Ladungen aufgebracht werden, die in bezug 
auf Ladungen des Klebers (9) die gleiche Polaritat 
aufweisen 

4. Verfahren nach Anspruch 1. wobei die Oberfiache 
mindestens e»nes Substratteils (1; la, 1b) vor oder 
nach dem Benetzen mit dem Kleber (9) elektrisch 
neutral gemacht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, wobei 
der Kleber (9) elektrisch positiv oder negativ aufge- 
laden oder geerdet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei 
die Ladungen durch Influenz mittels eines elektri- 
schen Feldes aufgebracht werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei 
die Ladungen durch Bespruhen des Substratteils 
(1; la.lb) mit Elektronen, vorzugsweise durch 
Koronaentladung, aufgebracht werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei 
die Ladungen mittels Ladungstrennung durch Rei- 
bung aufgebracht werden. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, wobei 
die Ladungen mittels eines Ladekamms (2) aufge- 
bracht werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9. wobei der Ladekamm 
(2) in einem Abstand d, der vorzugsweise 10 bis 50 
mm, besonders bevorzugt 30 mm betragt. von dem 
Substratteil (1; 1a. 1b) angeordnet ist. 

1 1 - Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Ladekamm 
(2) und das Substratteil (1; 1a, 1b) gegeneinander 
bewegrt werden. 



12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Substrat- 
teil (1 ; la, 1b) unter dem Ladekamm (2) rotiert und 
der Ladekamm (2) feststeht. 

5 1 3. Verfahren nach Anspruch 1 1 , wobei der Ladekamm 
(2) uber dem Substratteil (1; 1a, 1b) bewegt wird 
und das Substratteil ( 1 ; 1 a, 1 b) feststeht. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
10 wobei die Oberfiache des Substratteils (1; 1a,1b) 

auf eine homogene Ladungsverteilung aufgeladen 
wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
is wobei die Oberfiache des Substratteils (1, 1a,1b) 

auf eine Ladungsverteilung aufgeladen wird, die 
abhangig ist von mindestens einem Parameter aus 
derGruppe: Substratmaterial, Klebermaterial, Tem- 
peratur und Luftfeuchtigkert. 

20 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
wobei auf ein Substratteil (1 a) vor dem Beruhren 
eines mit dem Kleber (9) benetzten anderen Sub- 
stratteils (1b) elektrische Ladungen aufgebracht 

25 werden. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15. 
wobei auf beide Substratteile (1; 1a, 1b) vor oder 
nach dem Benetzen mit dem Kleber (9) elektrische 

30 Ladungen aufgebracht werden. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
wobei die Ladungen auf die dem Kleber (9) zuge- 
wandte Oberf lache des Substratteils (1; 1a, 1b) auf- 

35 gebracht werden. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
wobei die Ladungen auf der dem Kleber (9) abge- 
wandten Oberfiache des Substratteils (1; la, lb) 

40 aufgebracht werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Ladungen 
vor oder nach dem Auftragen des Klebers (9) auf- 
gebracht werden. 

45 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 12 und 
14 bis 20, wobei mindestens ein Substratteil (1; 
1a, 1b) auf einem Drehteller (3) gegenuber dem 
Ladekamm (2) rotiert. 

so 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 21. 
wobei die Erdung oder Auf ladung des Klebers (9) 
an seiner Austrrttsduse erfolgt. 

55 23. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 22. 
wobei die Substratteile (1 ; 1 a.1 b) Haiften einer DVD 
sind. 
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24. Anwendung des Verfahrens nach einem der 
Anspruche 1 bis 23, wobei mehr als zwei Substrat- 
teile (1; la,1b) miteinander verbunden werden. 
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